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резисторов). В  отечественной технической литературе 
чаще всего эта технология называется «разваркой» ми-
кропроводами и используется с 60‑х годов прошлого ве-
ка. Попутно заметим, что Wire bonding используется так-
же и при монтаже дискретных компонентов. Сама техно-
логия подробно описана со множеством видеопримеров 
и анимаций и состоит в присоединении чипов к корпусам 
и платам посредством микропроводников из золота, ме-
ди или алюминия, закрепляемых на точках разварки тер-
мокомпрессионной или ультразвуковой сваркой. Можно 
сказать, что здесь имеет место ситуация, когда техноло-
гия породила конструкцию. Во-первых, для того чтобы 
быть wire bondable, чип должен иметь контактные пло-
щадки сверху корпуса. В  случае резисторов и  резистор-
ных массивов, это может означать иное взаимное распо-
ложение теплоотводящих и  контактных поверхностей. 
И, во‑вторых, использование сварки при монтаже пред-
полагает, что корпус чипа способен выдерживать зна-
чительные компрессионные и термические нагрузки.

Иллюстрацией всему сказанному является, например, 
серия чип-массивов MTR компании Vishay [28]. Серия со-
стоит из  двух сборок с  разными формами контактных 
площадок и набором полных сопротивлений от 100 Ом 
до 240 кОм. В качестве резисторного материала исполь-
зован пассивированный нитрид тантала, а материалом 
подложки является оксидированный кремний. Изделие 
разработано для прототипирования и  может использо-
ваться для настройки гибридных сборок посредством се-
лективного подключения назначенных резисторов мас-
сива. Внешний вид, размеры и  схема соединений чипа 
приведены на рис. 28 [28].
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Рис. 28.  
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